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ACUERDO MARCO DE COOPERACION CULTURAL, EDUCATIVA Y CIENTIFICA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA, Y LA ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES DE
BESANCON (SUPMICROTECH-ENSMM)

La ENSMM - SUPMICROTECH, institucion piblica con personalidad juridica y financiera, N°
SIRET 192 500 825 00026, codigo APE 8524Z, con domicilio en 26, rue de I’Epitaphe, 25030
BESANCON Cedex, representada por el Sr. Pascal VAIRAC - director, y ¢l Mg. Lic. Martin
Lopez Armengol, en su caricter de presidente de la Universidad Nacional de La Plata (en
adelante UNLP), creada por la Ley N° 4699/1905, con sede en Av. 7 n° 776, La Plata, Argentina,
conforme a la Ord. 295/18 UNLP y sus reglamentaciones complementarias, celebran el presente

Acuerdo de Cooperacion, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: La ENSMM - SUPMICROTECH y la Universidad Nacional de La Plata
cooperaran a través de sus Facultades, Departamentos, Institutos y Centros de Investigacion,

conforme a lo establecido en este Acuerdo.

SEGUNDA: Los Acuerdos Especificos o Complementarios derivados del presente se firmardn
conforme a las normas que los regulen. Para efectos internos en la UNLP, las personas
responsables de su ejecucion y control serdn designadas en los acuerdos, de acuerdo con el art. 9
de la Ord. 295/18 UNLP y normas similares. Esta designacién tendra tinicamente efectos

internos y no generard obligaciones ni responsabilidades para la otra parte.

TERCERA: Ambas Universidades acuerdan cooperar en los campos de estudio mutuamente

determinados de las siguientes formas:

a) Actividades conjuntas de docencia, investigacion y extension.

b) Intercambio de invitaciones a docentes para dictar seminarios, conferencias y/o participar
en congresos, debates y simposios,

¢) Coedicion y difusion de publicaciones cientificas y académicas.

d) Intercambio de informacion, documentaciéon y materiales en areas de interés comin.

e) Intercambio de personal administrativo, docentes y estudiantes de grado/posgrado por
periodos cortos de estancia.

f) Participacion conjunta de profesores, investigadores y estudiantes en programas de becas,
proyectos o actividades vinculadas a la docencia, investigacién o extensién, que

impliquen intercambio académico entrante y saliente para ambas Universidades.

Los temas de colaboracion conjunta y las condiciones de ejecucion de las actividades, utilizacién
de los resultados obtenidos y visitas especificas se definirdn en los acuerdos especificos

celebrados en virtud del presente.

CUARTA: Las partes intercambiarin, cuando sea requerido por la ejecucion de las actividades

previstas en este acuerdo o en los especificos derivados de él, todo tipo de informacion,
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informes, publicaciones y documentos necesarios para las actividades conjuntas o individuales

en ambas instituciones.

El intercambio de esta informacién se¢ realizard conforme a las normas vigentes en cada
universidad, y su uso se limitard a fines académicos, cientificos o institucionales preestablecidos,

respetando los principios de confidencialidad y reconocimiento de autoria aplicables.

QUINTA: Ambas partes acuerdan anunciar este acuerdo de colaboracidén en sus sitios web
oficiales, incluyendo el enlace al sitio oficial de la otra parte. Para ello, ¢l dominio de la UNLP
serd htps: wwwunlp.edu.ar y el de ENSMM-SUPMICROTECH serd

https:  www supmicrotech. v

SEXTA: Este Acuerdo no implica compromiso financiero alguno entre las partes. Cualquier
obligacion econémica derivada de la ejecucion de actividades conjuntas se formalizara en
acuerdos especificos, sujetos a las normas vigentes y a la disponibilidad presupuestaria de cada
universidad. Asimismo, ambas instituciones manifiestan su voluntad de cooperar en la busqueda
y gestion de fondos de organismos pablicos o privados, nacionales o internacionales, destinados

a facilitar el desarrollo de las acciones previstas en este acuerdo.

SEPTIMA: Los resultados parciales o finales obtenidos en virtud del presente se publicaran con
consentimiento mutuo; la participacion de cada parte serd reconocida en las publicaciones. En
todo caso, en cada publicacién o documento relacionado con este instrumento juridico y
generado por una de las partes, se hard mencion del presente Acuerdo. La otra parte dard su

consentimiento expreso, aunque no serd responsable del contenido de la publicacion.

Los resultados susceptibles de patentamiento u otra forma de proteccién bajo sistemas de
propiedad intelectual y/o de eventual uso comercial serdn objeto de un acuerdo separado entre las

partes, conforme a las normas vigentes en ambas instituciones y paises.

OCTAVA: Este Acuerdo no restringe a las partes de celebrar acuerdos similares con otras

instituciones publicas o privadas.

NOVENA: Este Acuerdo podrd ser rescindido por cualquicra de las partes mediante notificacion
escrita con seis meses de antelacion a la otra. Las partes continuardn con las acciones en curso al

momento de la rescision, salvo que expresamente se consideren finalizadas.

DECIMA: Cualquier controversia derivada de este Acuerdo serd resuelta amistosamente

mediante negociacion directa, dada la naturaleza cooperativa del instrumento.

UNDECIMA: Este Acuerdo tendrd una vigencia de cuatro (4) anos. Este plazo podra ser
expresamente prorrogado antes de su vencimiento. Cualquier modificacion al presente se

realizard mediante acuerdo complementario debidamente negociado entre las partes firmantes.
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En prueba de conformidad, se firma este documento electrénico a un solo efecto en las fechas

y lugares indicados en las respectivas firmas digitales.

Por Por
N Universidad Nacional de La Plata

Firmado digitalmente por: LOPEZ
ARMENGOL Martin Anibal
Fecha y hora: 20.03.2026
~ 7 10:28:20

' . Pascal VAIRAC Mg. Lic. Martin Lopez Armengol
Director ENSMM-SUPMICROTECH Presidente

Signé par Pascal VAIRAC
Le 13/03/2026
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